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(5) Al2O3/Cu の試験片について，4 点曲げ時の破断位置を調べた結果，熱サイクル数が少ないと
きの破断位置は金属板の短辺の極近傍を通るが，熱サイクル数が増加すると破断位置は金属板
の内側になることがわかった．これは，金属板のはく離の影響である． 
 
